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市场核心事件
近期，全球芯片市场标志性事件频发，国际巨头与 A股板块共振，预示行业进入全
新爆发周期。



国际巨头领跑，数据中心成增长核心

01

一季度营收超预期
2026年 Q1， AMD营收达 102.5亿美元，同比
增长 38%，其中数据中心业务贡献了 58亿美元，

成为核心增长驱动力。

02

二季度指引更亮眼
公司预计 Q2营收将达 112亿美元，远超市场预
期的 105.2亿美元，展现出强劲的增长势头。

03

股价市场表现强劲
受业绩提振， AMD股价单日暴涨 16%，过去一
年涨幅超 200%， 2026年年内涨幅亦高达

66%。

AMD业绩股价双爆发



资金汹涌，细分赛道领涨市场

1

半导体指数大涨

A股半导体指数单日上涨 7.2%，
市场情绪高涨， 23只个股涨停，
超百只个股涨幅超过 5%。

2

细分赛道领涨

AI芯片（ +9.8%）、先进封装
（ +8.5%）、半导体设备
（ +7.9%）等细分领域表现尤为突
出。

3

资金净流入超百亿

龙头股如北方华创、中芯国际、寒
武纪等成交量较前一日翻倍，单日
资金净流入超 120亿元。

4

估值反映成长预期

当前板块平均 PE（ TTM）为 68
倍，虽高于 A股整体，但较历史峰
值仍有提升空间，反映市场对国产
芯片产业的高成长预期。

A股芯片板块集体沸腾



整体市场规模触底反弹，进入新增长周期

01

市场规模止跌回升
2026年 Q1，全球芯片市场规模
达 1280亿美元，同比增长
19%，结束了连续三个季度的负
增长。

增长主力领域明确

02

数据中心芯片（ +34%）、汽车
半导体（ +28%）、工业芯片
（ +17%）成为市场复苏的主要
拉动力。

区域格局变化

03

亚太地区（不含日本）占比达
58%，中国市场贡献核心增量；
北美市场占比 24%，受益于算力
芯片爆发。

未来市场空间广阔

04

预计 2026年全球数字芯片市场
规模将突破 9750亿美元， 2023-
2026年复合增长率超 18%， AI
芯片贡献超 60%的行业增速。

全球市场复苏信号明确



细分赛道展望
AI浪潮、国产替代与先进封装技术共同作用，催生产业链各环节的结构性机遇。



高端算力与边缘计算需求共振

1

高端 AI芯片供不应求

随着大模型参数规模扩大，对高端
AI芯片的算力、显存带宽要求不
断提升，英伟达 H100、 AMD 
MI300等芯片持续缺货。

2

全球市场规模预测

预计 2026年全球 AI芯片市场将
达 2800亿美元，国内企业如寒武
纪、壁仞科技等在高端领域的突破
有望带来超额收益。

3

边缘 AI芯片快速增长

边缘计算场景对低功耗、低成本
AI芯片的需求持续增长，地平线
征程 6、黑芝麻 A1000等芯片已
实现批量装车。

4

边缘市场空间

预计 2026年边缘 AI芯片市场规
模将达 230亿美元，同比增长
56%，相关企业将受益于智能汽
车与物联网的协同增长。

AI芯片：双轮驱动



半导体产业链安全的核心环节

核心设备国产化
14nm 及以下先进工艺设备是国产化重中之重，
刻蚀机、光刻机、沉积设备等需求迫切，北
方华创、中微公司技术持续突破。

01.
材料国产化率低
抛光液、光刻胶、靶材等半导体材料的国产
化率普遍低于 30%，安集科技、上海新阳、
江丰电子等企业已在细分领域实现突破。

02.
替代空间巨大
随着国内晶圆厂产能扩张，半导体设备与材
料企业的营收与利润有望持续增长，是国产
化替代中确定性最高的赛道之一。

03.

设备材料：国产替代



封装技术重要性
先进封装技术（如 Chiplet、
CoWoS）能够有效提升芯片的算力
与能效比，是高端 AI芯片不可或缺
的一环。

01 国内技术进展
长电科技、通富微电、华海清科等国
内企业已掌握 Chiplet封装技术，并
正积极推进 CoWoS等更先进技术的
研发。

02 市场规模爆发在即
随着国际巨头及国内 AI芯片企业对
先进封装需求的增长，预计 2026年
国内先进封装市场规模将达 180亿美
元，同比增长 62%。

03

提升芯片性能与集成度的核心技术

先进封装：性能关键



核心企业格局
国际巨头围绕算力展开激烈竞争，国内企业则在细分领域加速实现技术突破。



AMD后发制人
凭借 MI300 系列 AI芯片， AMD 在高
端 AI芯片市场的份额同比提升 11个百
分点至 18%，其芯片在大模型训练场
景中展现出 25%的性价比优势。

英伟达生态壁垒
尽管面临冲击，英伟达一季度数据中心
业务营收仍达 221亿美元， H100芯片
出货量超 120 万片，全球市占率维持在
70% 以上， CUDA 生态是其核心护城
河。

业务多元化布局
英伟达加速布局边缘计算芯片和自动驾
驶领域，一季度汽车业务营收同比增长
56%，成为新的增长曲线。

AMD与英伟达的竞争推动行业创新

国际巨头算力争霸



国产化替代在多环节取得实质性进展

芯片设计环节
寒武纪思元 400芯片支持大模型训练，已进入
百度、阿里供应链；兆易创新推出 DDR5内存
芯片，打破三星、 SK 海力士的垄断。

01

芯片制造环节
中芯国际 14nm工艺产能利用率维持在 95% 以
上，并正在推进 N+2工艺（等效 7nm）量产，

良率已达 60%。

02

设备材料环节
北方华创的 14nm刻蚀机、中微公司的 5nm
刻蚀机已通过中芯国际验证；安集科技的抛光

液产品在 14nm工艺中渗透率超 30%。

03

A股企业加速突破



核心驱动因素
AI算力需求、国产化替代进程与下游应用场景拓展共同构成了行业爆发的核心动力。



大模型训练与推理驱动算力基建狂潮

全球算力支出激增 预计 2026年全球 AI算力支出将达 1890亿美元，同比增长 83%， ChatGPT-4等大模型
的参数规模已突破万亿级。1

芯片供不应求 AMDMI300、英伟达 H100等高端芯片交货周期延长至 6-9个月， HBM封装专用刻蚀设
备因 TSV通孔需求暴增，订单已排至 2028年。2

AI算力需求指数级增长



政策与市场双轮驱动，替代空间巨大

2026年一季度，国内芯片自给率已提升至
32%，其中 14nm 及以下先进工艺自给率

达 15%，同比均有显著提升。

芯片自给率提升

01

国家集成电路产业投资基金（大基金三期）
已募资超 3500亿元，重点支持先进工艺、
半导体设备、高端芯片设计等领域。

政策资金支持

02

当前半导体设备国产化率仍不足 20%，材
料国产化率普遍低于 30%，巨大的替代空

间成为行业增长的核心动力。

巨大替代空间

03

国产化替代进入快车道



汽车、工业、物联网等市场提供新增量

汽车半导体市场
2026年 Q1全球新能源汽车销量同比增长
35%，带动汽车半导体市场规模同比增长
28%。

01

工业与物联网芯片
工业互联网、智能制造等场景对工业芯片的需
求同比增长 17%；全球物联网设备连接数突
破 300亿台，带动低功耗物联网芯片需求同
比增长 22%。

02

新兴场景涌现
生物芯片、Mini/MicroLED等正成为芯片需
求的新增长点，其中生物芯片刻蚀设备年增速
高达 35.8%。

03

下游应用场景持续拓展
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